
6.5 6.7

第49屆 國際電子電路產業展 第33屆 最尖端實裝技術、封包展 第21屆 實裝製程技術展

東京Big Sight國際展示中心 西展示樓1-4大廳＋會議樓

電子產品
整體技術方案展

展覽介紹

JEP/TEP Show
全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

電、光傳輸技術 智能傳感有機零件及組裝置綜合展覽會

有機裝置綜合展

攤位費用  

申請方式  
根據貴公司欲參展的產品、技術、服務來選擇參展的展覽，確認附件中展覽「參展申請書」

背面的「參展規定」後，請填寫「參展申請書」，寄至營運事務局。本會收到參展申請書後，

將開立帳單，請在指定日期前匯款。（基本上為展覽前匯款）

因舉辦2020東京奧運、
東京帕奧，會場使用受限。

攤位位置之決定  

根據參展攤位數、過去參展記錄、會員／非會員等

資訊、由主辦單位決定、並於參展商說明會中公布。

展覽時間  

通盤考慮入場布置／撤展的時間、展覽時間暫定如下。

6/5 （星期四） 10:00〜17:00

6/6 （星期四） 10:00〜17:00

6/7 （星期五） 10:00〜16:00

攤位裝潢  

考慮到入場布置／撤展的效率、請配合使用套裝攤

位。詳情另行說明。

出展に関するお問い合わせ・お申し込みは本部事務局または運営事務局まで

*1	 對象：WECC會員

	 (CPCA、EIPC、ELCINA、HKPCA、		IPC、		IPCA、		KPCA、		TPCA)

*2	 決定攤位位置時，可優先選擇轉角攤位。

　　※數量有限，請提早申請。

　　※轉角攤位之開放面如下所示。

　　 * 直列：2面開放（1處轉角攤位）

　　 * 區塊：3面開放（2處轉角攤位）

※	即使未申請轉角攤位，如分配到轉角攤位，也需支付轉角攤位費用。

開展前時間表（預定） 
2019 年

1/31（星期四）		.......................... 	參展申請截止日

2/18（星期一）			......................... 	參展商說明會（東京）

2/21（星期四）			......................... 	參展商說明會（大阪）

4月上旬		.................................. 	發送邀請函

4月下旬		.................................. 	繳交期限	

4 月下旬		.................................. 	各項申請文件

6/3（星期一）～ 6/4（星期二）		.... 	入場佈置期間

6/5（星期三）～ 6/7（星期五）		.... 	展覽期間
※最後一天當天撤掉

本部事務局

一般社團法人日本電子電路工業協會

Secretariat Office

JTB Communication Design, Inc.
Celestine Shiba Mitsui Building, 3-23-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-8335
TEL:＋81-3-5657-0767  FAX:＋81-3-5657-0645　E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp 

參考）  套裝攤位

本展會備有含裝飾和家具並有設計感的套裝攤位。

使用本展會攤位讓您輕鬆參展。

官網上隨時都可瀏覽各種最新攤位方案。

● 1小間陽春方案
75,000日圓 （未稅）

附最基本的攤位裝潢、電源、地毯

的方案。

● 1小間/升級方案
264,000日圓 （未稅）

除攤位裝潢、電源、地毯外，並附
可提高攤位辨識度的標示和色彩
運用的方案。

● 2小間/升級方案
464,000日圓 （未稅）

攤位內有貨架、儲藏空間，可視用途

自行安排的彈性方案。

※ 上述為裝修費用，參展費用另計。　
※ 規格和價格可能變更。
※ 詳情另行說明。

種　　類 1個攤位/9m2（未稅）

一　　般 	 410,000日圓

會　　員＊1 	 350,000日圓

其他攤位費用

轉角攤位費用（1	處攤位）＊2 	 15,000日圓

申請截止日期	 
2019年1月31日	（星期四）

取消費用  
報名參展者若不克參加，欲取消時（全部或部分攤位），須支付下示取消費用。

以書面受理解約通知之日期 取消費用

2019年2月1日（星期五）前 	 攤位費用的	 50％

2019年2月2日（星期六）後 	 攤位費用的	 100％

主辦單位： 一般社團法人日本電子電路工業協會、一般社團法人電子工學裝配學會、
一般社團法人日本機器人工業協會

共同主辦： 電子裝置產業新聞（產業TIMES股份有限公司）、電線新聞（工業通信股份有限公司）、
JTB	Communication	Design,	Inc.、
全国電子部品流通連合会/東京都電機卸商業協同組合

後　　援： 經濟產業部

海外協辦：世界電子電路聯盟	(WECC)	加盟團體

	 CPCA（中國印製電路行業協會）、EIPC（歐洲電路板協會）、
	 ELCINA（印度電子工業協會）、HKPCA（香港線路板協會）、
	 IPC（美國電路板協會）、IPCA（印度電路板協會）、
	 KPCA（韓國電路板協會）、TPCA（台灣電路板協會）

攤位形態  
（A）直列攤位型 （B）區塊攤位型

（4個攤位以上）

展場入口
面寬

深度

（C）獨立攤位型

（20個攤位以上）



電子電路技術 高密度安裝技術 電子零件安裝機 新電路形成技術 電氣、光連接技術 感測器技術

有機裝置綜合展

全體高密度安裝技術
展覽會內展館：
學術廣場 / eX-tech

●印刷電路板技術展

產品（電子電路基板等電子機器）、設計技術、信賴性／檢查技術、主材料／絕緣材
料、機能材料／製程材料／資材器材、製造裝置／設備、環境系統、物流系統

●半導體封裝、零件內建技術展

模組基板、模組封裝／設計、模組基板／封裝材料、製程技術／資材器材、物流／環
境因應系統

●軟性印刷電路板產品參展區

●機器・半導體代工生產系統展

印刷電路板封裝基板、模組封裝基板、各種積體電路／封裝／裝配／檢查代工服務

各印刷電子、元件／MEMS／感測器、
LED／OLED／有機半導體相關應用產
品、材料、裝置／系統、設計／分析系
統、檢查／評價測量技術　等

工業用機器、電線／電纜及連接器、電線
加工機、配線用部件、線束、電線／電纜
用量測機器、（電線／電纜／線束）製造
裝置、檢查機械、M2M、光傳輸

半導體、電子元件、感測器、機構零件、
FA控制機器、量測機器、電源、
IoT/M2M解決方案之建議

電子元件封裝機及相關機器／系統、
半導体封裝機／系統、
檢查／試驗裝置、
封裝設計系統

感測器／感測器節點相關、半導體／元
件裝置、電子機器、通訊裝置／網路系
統、軟體相關、資料平台、電源、其他
周邊機器／技術／服務

半導體、電子元件

JEP/TEP Show

第49屆 國際電子電路產業展 第33屆 最尖端實裝技術、封包展 第21屆 實裝製程技術展

全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合電、光傳輸技術 智能傳感有機零件及組裝置綜合展覽會

東展示樓

西展示樓

巴士轉運站

東1大廳

東2大廳
東3大廳

東4大廳

東5大廳

東6大廳

西1・2大廳

西3・4大廳

會議樓

2018年成績  

參展規模   516 家公司

  1,476 個攤位

來場人數   50,827 位

  12,571 位

主要來場企業  

中庭

西1大廳 西2大廳 西3大廳 西4大廳

1樓

PWB Tech
・製造裝置‧設備區

新主題區

PWB
・產品
・機能材料技術・製程技術・資材器材
・信賴性・檢查技術
・主材料・絕緣材料
・其他

4樓
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有機裝置綜合展

展示會佈局方案

來場者資訊早期提供服務需付費 參展商發表會免費

构成展示会·出展对象  

2019.6.5▶6.7　東京Big Sight國際展示中心 西展示樓1-4大廳＋會議樓

研討會聽講人數

●汽 車 相 關 ：AISIN精機、朝日電裝、市光工業、Calsonic	Kansei、KEIHIN、KOA、小糸製作所、Stanley電氣、住友電裝、Daihatsu工業、Denso、東海理化、

東洋電裝、豐田汽車、日產汽車、日本發條、Pioneer、日立Automotive	Systems、日野汽車、SUBARU、本田技研工業、馬自達、

三菱汽車工業、矢崎部品

● O A、 機 器 人 ：歐姆龍、Keyence、Canon、KONICA	MINOLTA、Cyberdyne、山洋電氣、JUKI、精工愛普生、Panasonic、	

Panasonic	Smart	Factory	Solutions、FANUC、FUJI、富士全錄、三菱電機、安川電機、YAMAHA發動機、Ricoh	Industry、Ricoh	Japan

●資訊、通訊相關 ：Apple、Intel、NHK	Media	Technology、NTT、NTT	DoCoMo、沖電氣工業、韓國放送公社（KBS）、Kyocera、KDDI、SoftBank、

東京放送控股公司（TBS）、東芝情報系統、日本IBM、日本電氣、日本Microsoft、日本Unisys、Panasonic、PFU、日立製作所、Huawei、

Fujikura、富士通、村田製作所

● AV、家電相關 ：LG	Electronics、Casio計算機、Canon、Samsung	Electronics、SHARP、SONY、Sony	Global	Manufacturing	&	Operations、

Sony	Semiconductor	Solutions、DAIKIN工業、Nikon、Pioneer、Panasonic、Fujitsu	General、YAMAHA、Roland

●醫療機器相關 ：Olympus、Siemens、島津製作所、白河Olympus、TERUMO、東芝Medical	Systems、日立High	Technologies、

日立Health	Care	Manufacturing、Fujifilm、Mark電子、MORITA東京製作所

●半導體裝置相關 ： Intel、ST	Microelectronics、Canon、三星電子、SCREEN控股公司、Sony、TDK、東京Electron、東芝Memory、Nikon、

日立High	Technologies、富士通Semiconductor、Micron	Japan、Renesas	Electronics、ROHM

●航空、宇宙相關 ： IHI、NEC	Space	Technologies、JAXA	(Japan	Aerospace	Exploration	Agency)、Mitsubishi	Electric、Mitsubishi	Heavy	Industries、

NEC、Nabtesco、Nippon	Avionics、SINFONIA	TECHNOLOGY

●其 他 ：海上自衛隊、陸上自衛隊、東京瓦斯、東京電力控股公司、東海旅客鐵道、西日本旅客鐵道、東日本旅客鐵道

●電子電路基板 ：Advantest、Eastern、Ibiden、ELNA、協榮產業、京寫、Kyocera、KYODEN、Shirai	Electronics、伸光製作所、新光電氣工業、

住友電工印刷電路板、大昌電子、日東電工、日本CMK、日本Mektron、Panasonic、日立化成、Fujikura、富士通Interconnect	Technologies、

Meiko、山下Materials、利昌工業

實現 IoT、汽車、機器人、醫療、穿戴式裝置等之技術綜合展示會
電子工學展中最為專業且最受矚目的展覽、將吸引國內外人士來訪、提供可盡情交流與洽談生意的場域、藉此促進參展方的事業發展。	本展覽提供多種支援方案、協助您提升參展效果、誠摯邀請您前來參展。

電子產品整體技術方案展

6月10日（展會結束後的週一）為您提供本次攤位的
來場者資訊!!
您可利用這些資訊迅速回禮、提供資訊。

●經由線上來訪註冊實現。

●提供資料，您可立刻展開洽商
※參展商說明會上將詳細說明。

請踴躍報名參加、讓您的參展更有成效。
可用來宣傳壁板和海報等無法傳遞的資訊!!

●研討會會場（30分鐘演講）

●發表用的機器準備齊全

●研討會配置櫃檯服務人員
※依報名先後順序，先報名者可選擇演講日期時間。


